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a favor de Don ANGEL HERNAWURZ LOPEZ, de nacionalidad
espafiola, residente en Barcelona, calle Farigola, 2V,
por "PROCEVDINMIENTO PARA Ld PREPARACION ubk Uil BARNIZ SE-~
MICONDUCYOR FLEXIBLE Y ADHERENTE”,

MEMORIA VDESCKIPTIVA

La presente invencidn se refiere a un procedi-
miento para la preparacidn de un barniz semiconductor
flexible y adherente, elcual resulta especialmente ap~—
to para recubrimientos de estas caraocteristicas sobre
hojes de caucho, materiales sintéticos, papel, tejido
Vo similear, con vistas a la obtencidn de una pantalla
electrostdt ica igualadora de potencial.

Tales barnices deben ser de seocado rdpiao, vis-
cosidad apropiada al procedimiento de aplicacidn, y de

carascterf¥sticas tales que formen, después de la evapo~-
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racidn del disolvenie, una pelicula seca sendiconaucto-
ra, flexible y adherente, gue no reblandezca a tempe-
raturas inferiores a los 150f C.

De souerdo con el procedimiento objeto de lsa
invencién es posible obtener un barniz de estas carac-
terfsticas, basdndose la invencidn en la utilizacidn
como producto de base de un oopolimero vinflico, prefe-
rentemerte un copolfmeroc de cloruro de vinilo y aceta-
to de vinllo, plastificado mediante un producto pesado,
cargado oon negro de acetileno sewicanductor y disuelto
en un disclveantes.

D¢ acuerdo con la invencidn, el barniz en cues-
tidn se brepara, pues, utilizando un 15 a 20% de un co-
polfuero vintlico, plastificado mediante 1,5 a 3,5% de
un producto pesado tal como el fosfato de tricresilo u
otro plastificante andlogp, el cual es cargado con un
6 a 10% de negro de acetileno semiconauctor y disuelto
en un disolvente tal como la metiletilcetona, en canti-
dad complementarie para 100 partes.

La preparacidn en sf se lleva a cabo disolvien-
do el‘. copolimero en presencia de su plagtificante en
el disolvente., Cusmdo se ha logrado una solucidn bien
homogénea, lo que puede lograrse llsvando a ogbo la
disolucidn en un agitador de palaes helicoidales, se aua-
de el negro de acetileno y se agita hasta consistencia
homogénea, resultando de ello un producto de viscosidad

del orden de 50 a 200 centipoises a 20f {, Para el re-

finado, el barniz se pasa por un molino de pintura o
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por un homogeni zador del tipo de rotores odnicos.

El barniz asf obte.ido puedse aplicarse por cual-~
guiera de los métodos usuales de pincel, pistola aero-
grefica, immersidn, etc., siguieudo lus técuicas cono-
cidas.

Serdn independientes del objeto de la invencidn
los materiales utilizadaos como base, sieupre que se gjus-
ten al tipo indicado, disolventes, cargas y plastifi-
cartes, aplicaciones ulteriores de los barnices y, en
general, todos cuantosg detalles accesorios puenan pre-
sentarge, siempre e no aparten al conjuito de su eseun~

cialidad.

Howa

Se reivindioca como objeto de la presente patents
de introduccidn:

1, Procedimiento para la preparacidn de un bar-
niz eexiconductor flexible y adherente, que consiste
esencialmente en partir como producto bdsico de un copo-
1fuero vinflico, el cual es disuelto, en un 15 a 20/ en
peso, en un disolvente tal como la wetiletilcetona o
siwmilar, y en presencia de un 1,5 a 3,5% en peso de un
plastificante tal como el fosfato de tricresilo, cuyo
plastificante se carga con un 6 a lU% en peso de negro

de acetileno semiconductor, utilizd.dose la cantidad
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de disolvente necesgria para completar las 100 partes

8 MA

en peso del conjunto.

2, Procedimieito pare la preparacidn de un bar-

111z semicanductor flexible y adhereate, segdn la reivin-

dicacidu: anteribr, que, se caracteriza por el hecho de
gue la mezcla inicial del copolimero vinflico y el Gi-
golvente es ggitada convenientemente, hasta logrer una
solucidn howmogénea, antes de la adicidn ael plastifi-
carte cargado con nepro de acetileno, tras de lo cual
se prosigue la agitacidn hasta lograr w:s cousistencia
homoysénea, cor viscosidad del oraein de BO a 200 centi-
poises, pasdndose a continuacida a un refiiiado del pro-
ducto en un apgarato apropisado.

3. Procedimiento para la preparacidn de un bar-

niz semiconductor flexivble y adherente,

La presente memoria descriptiva conste de cuatro

hojas roliacas, escritas a mdguina por una sola cara.
Barcelona, a 18 de mgyo de 1960,
Angel HERNALWDEZ 1OPBI
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